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概要　製造工程内や携帯機器使用時の落下などの衝撃負荷によるPbフリーBall Grid Array (BGA)はんだ接続部の破壊挙動

を検討するため，21 mm角BGAパッケージプリント配線板実装試験片について，衝撃耐性試験とはんだ接続部の詳細な破断

モード観察を行った。BGAはんだ接続部の衝撃耐性はロッド落下式の衝撃試験装置で測定した。Pbフリーはんだ接続部衝撃

耐性には基板ひずみ周期依存性があること，および，基板ひずみとはんだ接続部破断寿命との関係で示した衝撃耐性が破断寿

命の長短によって異なる傾向を示すことを明らかにした。この衝撃耐性の傾向の違いは，はんだ接続部破断モードの違いに依

存している。基板ひずみが高い低寿命域では接続界面に生成される金属間化合物層破断となるのに対して，高寿命域では，は

んだ母材に発生したき裂が金属間化合物層に進展して破断する。破断モードを試験条件ごとに観察し，PbフリーBGAはんだ

接続部破断モードの基板ひずみ最大値と基板ひずみ周期依存性を明らかにした。

Abstract

The impact strength of lead-free solder joints in a Ball Grid Array (BGA) package was evaluated

using the impact-bending test, and the effect of the strain and the strain pulse duration in the

Printed Wiring Board (PWB) on the impact strength was studied. The impact strength of the solder

joint strongly depends on the maximum strain and the strain pulse duration in the PWB. The failure

mode of lead-free solder joints differed with the fracture lifetime. When the fracture lifetime was

short, the crack propagated completely within the intermetallic compound region. On the other

hand, when the fracture lifetime was long, the crack initiated in the bulk solder region and propa-

gated into the intermetallic compound region. These failure modes depend on the maximum strain

and the strain pulse duration in the PWB.
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